








































专利名称(译) 超声波探头
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其他公开文献 US20160007964A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

超声波探头包括超声波换能器阵列和用于从每个电极提取电线的多层
体。换能器至少分为第一组和第二组。多层体包括其上堆叠阵列的第一
FPC层和第二FPC层，第一FPC层堆叠在第二FPC层上。第一FPC层和
第二FPC层包括上表面连接焊盘和下表面电极焊盘，其在空间上对应于
各个换能器的位置处保持均匀的水平。构成FPC多层体的FPC层彼此粘
合，以在与阵列的宽度相对应的区域中整体形成。另一方面，各个FPC
层彼此不粘合并且在与阵列的宽度对应的区域之外彼此分离。
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